
情况说明 

项目名称：多 PDK 数字集成电路后端设计  

用途：面向 FFET 的数字集成电路后端设计评估方法 

本项目核心为面向 FFET的数字集成电路后端设计评估方法研究，

需要在多个定制化 PDK 上完成数字集成电路后端设计，该工作专业

性强、技术要求高，涉及集成电路布局布线、时序收敛等多项专业技

术内容，对服务方的技术能力、项目经验及行业实操水平有着严格要

求。 

在供应商的选择中，我们采用三方报价模式。收到了无锡超纳芯

科技合伙企业（有限合伙）、上海毅成芯微电子科技有限公司和青芯

科技（无锡）有限公司三家供应商的报价，价格分别是 9 万元、10 万

元和 13.5 万元，拟选择的无锡超纳芯科技合伙企业（有限合伙）报价

最低。 

在技术评估中，我们发现无锡超纳芯科技合伙企业（有限合伙）

深耕集成电路设计领域，熟练掌握数字集成电路后端全流程设计技术，

拥有丰富的项目实操经验，技术团队能力、技术栈与本次项目需求高

度匹配，是少数能直接胜任此专项开发工作的团队。无锡超纳芯科技

公司对本项目的技术挑战和交付周期做出了正面回应，并给出了明确、

可行的开发计划，表现出积极的合作意愿与高效的组织能力，能够保

障项目按时推进。 

本次供应商的选择，是基于技术匹配度、商务报价与交付保障三

个维度的综合考量。无锡超纳芯科技公司在数字集成电路后端设计这



一专业领域展现出独特的技术契合度，同时提供了最具竞争力的报价

和可行的交付承诺，是当前情况下最符合本项目需求与单位利益的选

择。 
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